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Titelbild:  EP/EPAG weist im Vergleich zu Endoberflachen wie ENIG, ENEPIG oder elektrolytisch Nickel/Gold groBe Vorteile beziglich
Kosten, Bondbarkeit, Anzahl der Prozess-Schritte, geringerem Einfluss auf Stopplacke und Basismaterialien auf. Die EPAG-
Oberfldche ist mittels verschiedenster Drahtbondtechniken bondbar. Die Markteinfiihrung von EPAG erfolgt im 1Q/2014.

Weitere Informationen: www.apl-ssc.com
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